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摘要(译)

超声换能器探头（40）包括支撑基板（54），集成电路（42）和压电元
件阵列（50）。支撑基板（54）具有非线性表面（55）。集成电路
（42）物理地耦合到覆盖非线性表面（55）的支撑衬底（54），其中集
成电路（42）基本上符合非线性表面（55）的形状。压电元件阵列
（50）耦合到集成电路（42）。
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